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前言

　　本书是中等职业教育国家规划教材，是在《电子产品结构工艺》（第2版）的基础上进行改编的
。《电子产品结构工艺》（第2版）从2005年7月出版至今，一直受到广大读者的关注，并于2007年9月
荣获中国电子教育学会首届中等职业教育优秀教材三等奖，几年来进行了多次印刷。　　《电子产品
结构工艺》（第3版）保持了第2版的基本结构和特色，并对新技术和新工艺进行较大幅度的充实和补
充。突出电子产品的装调内容和实践内容，增加了第5章电子产品装连技术和第12章电子产品装调实训
。注重基础知识，将原第2版第3章的电子元器件及材料，分为常用材料和常用电子元器件两章进行较
详细的叙述。考虑到中职教育“理论知识以讲明、够用为度，突出专业知识的实用性、实际性和实效
性”的特点，对原第2版的第1、2章内容进行了精简。力求图文并茂，全书增加了大量清晰的简图和图
片。内容叙述力求深入浅出、通俗易懂、表达准确。本书主要内容为：第1章电子产品结构工艺基础
，第2章常用材料，第3章常用电子元器件，第4章印制电路板设计与制造，第5章电子产品装连技术，
第6章焊接技术，第7章电子产品装配工艺，第8章表面组装技术，第9章电子产品调试工艺，第10章电
子产品结构，第11章电子产品技术文件，第12章电子产品装调实例。　　本书由龙立钦副教授编写，
在编写过程中得到本书责任编辑的指导和帮助，得到贵州电子信息职业技术学院电子工程系王永奇主
任和范泽良讲师的大力支持和帮助。在此对他们表示衷心感谢。
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内容概要

《电子产品结构工艺(第3版)》按照现代电子产品工艺的生产顺序进行编写，内容包括电子产品结构工
艺基础、常用材料、常用电子元器件、印制电路板设计与制造、电子产品装连技术、焊接技术、电子
产品装配工艺、表面组装技术、电子产品调试工艺、电子产品结构、电子产品技术文件、电子产品装
调实训。在每章后面都设置有练习题，并在实践性、可操作性的章节，安排有相应的实训环节。
《电子产品结构工艺(第3版)》在选材上注重先进性和实用性，内容突出理论联系实际，力求图文并茂
。叙述深入浅出、通俗易懂、表达准确，充分体现职业教育的特点。适合作为中等职业学校电子信息
类教材使用，也可作为有关职业教育和工程技术人员的参考和自学用书。
《电子产品结构工艺(第3版)》还配有电子教学参考资料包，详见前言。
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章节摘录

　　3.元器件可靠性　　为了对电子产品或系统的可靠性进行分析研究，必须研究构成电子产品或系
统的元器件的可靠性。　　元器件的可靠性通常用经过大量试验而统计出来的失效率来表征。实践发
现，普通元器件和半导体元器件的失效规律有相同之处，但也不完全相同。了解元器件失效规律，对
于正确使用元器件，从而提高产品可靠性是很有益的。　　1）普通元器件的失效规律　　电阻器、
电容器、继电器等普通元器件，在大量使用后，发现它们有相似的失效规律，如图1.2.1所示为典型普
通元器件的失效率与工作时间的关系。这条关系曲线就是通常所说的船形或浴盆曲线。　　早期失效
期：由于设计、制造上的缺陷等原因，刚刚生产的产品在投入使用的前一段时间内，失效率比较高，
这种失效称为早期失效，对应的这段时间叫早期失效期。通过对原材料和生产工艺加强检验和质量控
制，可以大大减少早期失效比例。在生产中对元器件进行筛选老化，可使其早期失效大大降低，以保
证筛选后的元器件有较低的失效率。　　偶然失效期：产品因偶然因素发生的失效叫偶然失效。产品
在经过早期失效期后，元器件将进入正常使用阶段，其失效率会显著地迅速降低，这个阶段失效主要
表现为偶然失效的时期叫偶然失效期，也称随机失效期。其特点是失效率低而基本稳定，可以认为失
效率是一个常数，与时间无关。偶然失效期时间较长，是元器件的使用寿命期。正规化的生产厂商都
要采用各种试验手段，把元器件的早期失效消灭在产品出厂之前，并把它们在正常使用阶段的失效率
作为向用户提供的一项主要指标。　　耗损失效期：产品在使用的后期，由于老化、疲劳、耗损等原
因引起的失效叫耗损失效。发生耗损失效的时间叫耗损失效期，又叫老化失效期，其特点是失效率随
时间迅速增加。到了这个时期，大部分元器件都开始失效，产品迅速报废。在电子产品中，所有元器
件和组件都不能工作于耗损失效期。
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